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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEl.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et
dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechniquge

Symboles graphi<:>s
Pour les symboles graphidque

- la CEI
schémas;

graphiques pour

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and fr the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Essais mécaniques et climatiques

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions d walisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres actj
Internatlonales Leur elaboratlon est confiée a des comités detudes aux tr

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, part|C|pent également a y . gollabore

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les q eprésentent, dans la

3) Les documents produits se présentent sous la forme de(recgmmandati i i . lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agré )

4)  Dans le but d'encourager I'unification inté i & i uxAde la CEIl s'engagent & appliquer
de facon transparente, dans toute la mesuxe po internafionales de la CEIl dans leurs normes

5) La CEl n'a fixé aucune

6) L’attention est attirée sur leMait g ins éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de iéteN\i ¢ its analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de pa entifié its de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente norme
semiconducteurs.

le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

Cette deuxieme édif ‘ 3t remplace la premiére édition parue en 1984, 'amendement 1

(1991) et | : ; elle constitue une révision technique.
Le texte norme est issu de la premiére édition, de I'amendement 1, de
I'amendement 2~et desydocuments suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1394/FDIS 47/1402/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The ebject of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the¢ electrisal and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Inj&rivati | Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National CommitteeA ad i X

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical

3) The documents produced have the form of recommend

sense.

4) In order to promote international unification
Standards transparently to the maximu their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding hational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no ma
equipment declared to

g elements of this International Standard may be the
esponsible for identifying any or all such patent rights.

eplaces the first edition published in 1984, amendment 1
it constitutes a technical revision.

the following™documents:

FDIS Report on voting

47/1394/FDIS 47/1402/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE 1: GENERALITES

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale donne la liste des méthodes d’essais applicables aux
dispositifs a semiconducteurs (dispositifs discrets et circuits intégrés), parmi lesquelles on peut
effectuer un choix. Toutefois, des méthodes d’essais supplémentdires\ peuvent étre
nécessaires pour les dispositifs n'ayant pas de cavité interne.

NOTE — Un dISpOSItIf n'ayant pas de cavité |nterne est un dISpOSItIf dans leque

laissé au cours de sa fabrication.

Cette norme a tenu compte, dans la mesure du possible, defa

Au cas ou il y aurait contradiction e
derniére prévaudrait.

2 Références normatives

qui y est faite,
moment de la p'
sujet a révision etNgs g

invitées a recherchg
normatifs indiqués i
Normes internatj

npliquer les éditions les plus récentes des documents
bres de la CEIl et de I'ISO possédent le registre des

CEl 68-2-3: 19 ssals d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 68-2-6: 1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEIl 68-2-7: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ga et guide: Accélération
constante

CEIl 68-2-11: 1981, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ka: Brouillard salin

CEIl 68-2-13: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse pression
atmosphérique

CEl 68-2-14: 1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
Mechanical and climatic test methods

CHAPTER 1: GENERAL

1 Scope and object

This International Standard lists test methods applicable to semiconductor devices (discrete
devices and integrated circuits) from which a selection may be made. Ho additional test
methods may be required for non-cavity devices.

NOTE - A non-cavity device is a device in which enclosing or encapsulating matéyia] i
all exposed surfaces of the active element, and no void space is included in th

govern.

2 Normative references

indicated were valid.
agreements based on

are encouraged to investigate the possibility
of applying the @
IEC and ISO mairg

mative documents indicated below. Members of

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceleration,
steady state

IEC 68-2-11: 1981, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist
IEC 68-2-13: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
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CEIl 68-2-17: 1994, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essal Q: Etanchéité
CEIl 68-2-20: 1979, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEl 68-2-21: 1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation

CEIl 68-2-45: 1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide: Immersion
dans les solvants de nettoyage

CEIl 68-2-47: 1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Fixation de composants,
matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb),
vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide

CEl 68-2-48: 1982, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — k ation des

Essai au braleur-aiguille

CEl 747-1: 1983, Dispositifs a semicorducte y ets et circuits intégrés —
Premiére partie: Généralités

CEIl 748-1: 1984, Dispositifs a se
Généralités

Sauf sp
les conditi

CEl 68-1:
température: comprise entre 15 °C et 35 °C;
humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s’il y a lieu;

pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Mais toutes les mesures électriques et les reprises suivies de mesures doivent étre effectuées
dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: (25 £5) °C
humidité relative: comprise entre 45 % et 75 %, s'il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).
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IEC 68-2-17: 1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
IEC 68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T.: Soldering

IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of terminations
and integral mounting devices

IEC 68-2-45: 1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance: Immersion
in cleaning solvents

IEC 68-2-47: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Mounting of components,
equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc
and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance

IEC 68-2-48: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Guidancg\ox K jon of the
tests of IEC Publication 68 to simulate the effects of storage

IEC 653: 1979, General considerations on ultrasonic cleaning

tempera : 15 °C to 35 °C;
relative humith 45 % to 75 %, where appropriate;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).

All electrical measurements, as well as recoveries followed by measurements, shall, however,
be carried out under the atmospheric conditions:

temperature: (25 £ 5) °C;
relative humidity: 45 % to 75 %, where appropriate;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
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Les essais d’arbitrage doivent étre effectués dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: (25 +1) °C

humidité relative: comprise entre 48 % et 52 %;

pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).
Avant d'effectuer les mesures, les spécimens doivent étre laissés au repos jusqu’a ce que

I’équilibre de température soit atteint. La température ambiante pendant les mesures doit étre
notée dans le compte rendu d’essais.

Pendant la mesure, les spécimens ne doivent pas étre exposés aux courants d'air, a une
lumiére vive ou a d’autres causes qui pourraient provoquer une erreur.

5 Examen visuel externe et vérification des dimensions

5.1 Examen visuel externe

5.1.1 But

5.1.2 Domaine d’application
Cet essai est destiné a l'inspection

I'utilisateur. Lorsque c'est nécessaire, il
aux systémes optiques des dispositifs

5.1.3 Définition

Eclat: vide dans la matjexe d'&

5.1.4 Matériel o@
¢ capable de démontrer la conformité du dispositif aux

exigences appli clure un équipement optigue avec un grossissement
compris entre un champ relativement grand et accessible tel qu'une loupe

Examiner le dispgsitiff sous un grossissement compris entre 3x et 10x (sauf indication
contraire) et avec un“champ suffisamment grand pour contenir tout le dispositif, conformément
aux exigences de la spécification applicable et aux criteres définis en 5.1.6. Lorsque
I'adhérence de matériaux étrangers est concernée, les dispositifs peuvent étre soumis (par
aspiration ou soufflage) a un jet d'air propre filtré (ionisé s'il s'agit de dispositifs sensibles aux
décharges électrostatiques) de vitesse inférieure a 27 m/s, puis réinspecteés.

5.1.6 Criteres de défauts

Un dispositif est considéré comme défectueux s'il présente un des défauts suivants:

5.1.6.1 Conception du dispositif, identification des sorties, marquages (contenu, emplacement
et lisibilité), matériaux, construction et exécution non conformes a la spécification applicable.
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Referee tests shall be carried out under the following standard atmospheric conditions:

temperature: (25 £ 1) °C;
relative humidity: 48 % to 52 %;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).

Before the measurements are made, the specimens shall be stored until temperature
equilibrium is reached. The ambient temperature during the measurements shall be stated in
the test report.

During measurement, the specimens shall not be exposed to draughts, illumination or other
influences likely to cause error.

5 External visual examination and verification of dimensions

5.1 External visual examination
5.1.1 Purpose

To verify that the physical appearance of the materials
workmanship of the device are in accordance with the

5.1.2 Scope

Apparatus used i e ‘c¢apable of demonstrating device conformance to the
applicable requikemg ich include optical equipment capable of magnification

The device shall amined under a magnification of between 3x and 10x (unless otherwise
specified) with a field of view sufficiently large to contain the entire device in accordance with
the requirements of the applicable specification and the criteria listed in 5.1.6. Where
adherence of foreign material is in question, devices may be subjected to a clean filtered air
(ionized if devices are electrostatic sensitive) stream (suction or expulsion) of 27 m/s
maximum, and reinspected.

5.1.6 Defect criteria

Devices shall be considered defective if they exhibit any of the following:

5.1.6.1 Device design, termination identification, markings (content, placement, and legibility),
materials, construction, and workmanship not in accordance with the applicable specification.
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5.1.6.2 Défauts ou dégradation résultant de la fabrication, des manipulations ou de I'essai, et
notamment:

a) Botftier cassé, vides ou félures dans le botftier. Des félures, rayures, ouvertures, bulles et
autres défauts sur la surface du boftier ne sont pas des causes de rejet sauf s'ils affectent
les performances du dispositif ou d'autres critéeres décrits ici tels que le marquage, la
finition, etc.

b) Tout éclat dont une dimension dépasse 1,5 mm dans n'importe quelle direction en
surface ou dont la profondeur est supérieure a 0,2 mm, sauf spécification contraire, par
exemple pour les trés petits boitiers.

c) Tout éclat qui rend visible soit le verre de scellement (non visible auparavant), soit tout
matériau interne, tel que grille de connexion ou couche conductrice, qui, par conception,
n'est pas destiné a étre exposé.

cassées,
aillement

5.1.6.3 Marque visible de corrosion, contamination ou félure,
scellements félés (sauf les ménisques de verre), placage défectueux

5.1.7 Renseignements a donner dans (a spg jor_applicable

a) Exigences de maix
5.1.6.1).

b) Exigences
c) Dimensions ds

6 Mesures élec

6.1 Pour les essais climatiques et mécaniques, les caractéristiques a vérifier doivent étre
choisies parmi celles du chapitre «Réception et fiabilité» de la partie applicable de la CEl 747
ou de la CEI 748; elles sont spécifiées pour chaque catégorie de dispositifs.

6.2 Conditions de mesure: voir le tableau «Conditions pour les essais d'endurance» au
chapitre «Réception et fiabilité» de la partie applicable de la CEl 747 ou de la CEI 748.

6.3 Mesures initiales

Si I'on ne retient comme critéres que la limite supérieure de la spécification et/ou sa limite
inférieure, on laisse a la discrétion du fabricant de déterminer si I'on doit faire ou non des
mesures initiales. Mais des mesures initiales doivent étre effectuées si I'on utilise la valeur
initiale d’un dispositif individuel comme critére.
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5.1.6.2 Defects or damage resulting from manufacturing, handling, or testing, including the
following:

a) Broken packages, voids or cracks in the packages. Cracks, scratches, openings, bubbles
and other defects on the surface shall not be cause for failure unless they affect the
performance of the package or violate other criteria stated herein, such as markings, finish,
etc.

b) Any chip out dimension that exceeds 1,5 mm in any direction on the surface or has a
depth which exceeds 0,2 mm, unless otherwise specified, for example for very small
packages.

¢) Any chip out that exposes either sealing glass (not exposed prior to the chip out) or any
internal material such as lead frame or conductive layer, that is not intended to be exposed
by design.

5.1.6.3 Visible evidence of corrosion, contamination or breakage, broke
(except glass meniscus), defective (peeling, flaking, or blistering
Discoloration of the finish shall not be cause for failure unless tht
pitting, or corrosion. In the case of very small packages, more stri
called for in the relevant specification.

ication shall be verified.

6.1 For enwitonmental testing, the characteristics to be checked shall be selected from the
chapter “Acceptance and reliability” of the relevant part of IEC 747 or IEC 748; they are
specified for each de¥ice category.

6.2 Measurement conditions: see table “Conditions for the endurance tests” in the chapter
“Acceptance and reliability” of the relevant part of IEC 747 or IEC 748.

6.3 Initial measurements
If upper specification limit and/or lower specification limit criteria are required only, it is left to

the discretion of the manufacturer whether initial measurements are made or not. Initial
measurements shall be made where individual values for an individual device are a criterion.
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6.4 Mesures devant étre effectuées pendant I'essai climatique ou mécanique

A indiquer, s'il y a lieu.

6.5 Mesures finales

Lorsque l'essai figure dans la spécification particuliéere en tant que partie d’'une séquence
(sous-groupe) d’essais, les mesures ne sont a faire qu'a la fin de la séquence. Pour certains
essais, tels que la soudabilité ou la fatigue des sorties, des dispositifs présentant un défaut
électrique peuvent étre utilisés.

@%
S
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6.4 Measurements monitored during environmental testing

To be stated, where appropriate.

6.5 Final measurements

When the test is called for in the relevant specification as part of a sequence (sub-group) of
tests, measurements are required only at the end of the sequence. For certain tests, such as
solderability or lead fatigue, electrically defective devices may be used.

@%
S
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CHAPITRE 2: ESSAIS MECANIQUES

Le choix des essais appropriés dépend du type de dispositifs et du boftier. Les essais
applicables correspondants doivent étre indiqués dans la spécification particuliere.

1 Robustesse des sorties
Référence: CEIl 68-2-21.

1.1 Traction

Cet essai est conforme a I'essai Uaq, avec les exigences spécifiques suivan

En 2.6, lire:

Aprés l'essai, faire un examen visuel sous grossissement 3x a 10x,

emeht de la sortie

1.2 Pliage

Cet essai est conforme a I’essai Ub, aye

En 4.2, la méthode 2 est recommandé K es—dispositifs enfichables (DIL) et
a1 difficile ou impossible a utiliser.

Lors de i sult la fin de I'épreuve, en utilisant un grossissement de 10x a 20x,
on conside e défaut toute trace de félure autre que dans le ménisque du scellement,
de rétrécissemen [a” sortie ou de déplacement de la sortie par rapport au corps du

dispositif.

1.4 Couple
1.4.1 Essai de couple pour les embouts filetés

Cet essai est conforme a I’'essai Ud, avec les exigences spécifiques suivantes:

Le dispositif est considéré comme défectueux si I'un des cas suivants se produit:

— I'embout fileté se brise ou s’allonge de plus d’'un demi-pas;
— il y a manifestement un arrachement du filetage ou une déformation de I'embase;
— le dispositif ne satisfait pas aux mesures électriques aprés I'essai, s'il y a lieu.
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CHAPTER 2: MECHANICAL TEST METHODS

The choice of the appropriate tests depends on the type of devices and of the encapsulation.
The relevant specification shall state which tests are applicable.

1 Robustness of terminations
Reference: IEC 68-2-21.

1.1 Tensile

This test shall be in accordance with Test Ua,, with the following specific reguirements:

In 2.6, read:

After test, examine under 3x to 10x magnification.

1.2 Bending

This test shall be in accordance with Te

In 4.2, Method 2 is recommended on
configuration of the body makes it difficy

1.3 Torsion

This test shall be in ac¢o

Method

1.4 Torque
1.4.1 Torque test for studs

This test shall be in accordance with Test Ud, with the following specific requirements:

The device shall be considered as a failure if any of the following occurs:

— the stud breaks or elongates more than one-half the thread pitch;
— there is evidence of thread stripping or deformation of the mounting seat;
— the device fails electrical measurements after test, if applicable.
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1.4.2 Essai de couple pour les sorties — Nouvel essai (appele Ud,)
1.4.2.1 Objet

Cet essai a pour but de vérifier I'aptitude d’'une sortie a résister a des torsions qui peuvent lui
étre appliquées au cours d’inspections ou de dépannages aprés montage dans un matériel.

1.4.2.2 Méthode d’essai

Le composant est fermement maintenu et on applique lentement a la sortie a essayer une
torsion jusqu’a ce que l'angle de torsion soit de 30 + 10°, ou un couple jusqu’'a une valeur
spécifiée, I'application cessant dés que I'une de ces conditions est atteinte.

On remet alors la sortie dans sa position d’origine. Un couple de 1,4 x 10

4 x 103 NMn
s de 1 mm
de I'extrémité de la sortie si elle fait moins de 3 mm.

Le couple est appligué dans chaque sens.

1.4.2.3 Mesures finales

Aprés I'essai, faire un examen visuel<s
s’il y a évidence de cassure de la sortie
la sortie par rapport au corps.

1.4.2.4 Renseignements g

Sorties a essayer: nompge e

2 Soudure Q

Référence: CEIl 6

-

2.1 Soudabflité

ssai Ta, avec les exigences spécifiques suivantes:

Lorsque la spécifi¢ation particuliere exige un vieillissement accéléré, le «vieillissement 1b»
est préférable. Le vieillissement 3 peut étre utilisé. Il ne faut pas utiliser les vieillissements
la et 2.

— Retrait de mouillage (selon 4.9 de I'essai Ta):

Cet essai ne doit pas étre considéré comme obligatoire sauf si la spécification particuliére
I'exige.

— Sila méthode 1 est choisie:
Les sorties sont soumises a la méthode du bain de soudure. Les sorties sont plongées dans

A

le bain jusqu’a une distance inférieure a 1,5 mm, comptée a partir du plan de siége du
composant, ou toute autre distance spécifiée dans la spécification particuliére.

NOTE - Lorsque la distance d'immersion au plan de siége du composant est inférieure a 1,5 mm, d’autres
critéres de défaillance peuvent étre envisagés et ils doivent étre spécifiés.
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1.4.2 Torque test for leads — New test (called Ud,)

1.4.2.1 Object

To determine the ability of a termination to withstand twisting which may be applied during
inspection or servicing after installation.

1.4.2.2 Test method

The component shall be held rigidly and a torque or twist shall be applied slowly to the
termination being tested until the twist angle reaches 30 + 10° or the specified torque is
achieved, whichever condition occurs first.

1.4 x 10-3 N
Within 1 mm

The termination is then returned to its original position. A torque of 1,4 x 10
shall be applied to the termination at a distance of 3,0 £ 0,5 mm from
from the end of the termination, if it is shorter than 3 mm.

The torque shall be applied in each direction.

1.4.2.3 Final measurements

After test, examine under 3x to 10x ms
any evidence of termination breakage,
and the body.

1.4.2.4 Information to be give

Number and selection oiter

2 Soldering Q

Reference: IEC 68

dgnce with Test Ta, with the following specific requirements:

— Ageing:

Where accelerated ageing is required by the relevant specification, “ageing 1b” is preferred.
Ageing 3 may be used. Ageing la and 2 shall not be used.

— Dewetting: (as per 4.9 of Test Ta):

This test shall not be considered mandatory except when it is required in the relevant
specification.

— When Method 1 is selected:

Terminals are subjected to the solder-bath method. The terminals are immersed in the bath
to within 1,5 mm or other distance, as specified in the relevant specification, from the
seating plane of the component.

NOTE — When the immersion distance is closer than 1,5 mm to the seating plane of the device, then alternative
failure criteria may apply and shall be specified.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60749 1996


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60749-1996
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60749-1996

- 22— 749 © CEI:1996

— Sila méthode 2 est choisie:

Les sorties sont soumises a la méthode du fer a souder, en prenant la panne de forme A.
La distance du fer & souder au corps du composant est celle gu’indique la spécification
particuliére; le temps d’application du fer a souder est de 3,5 + 0,5 s.

— Sila méthode 3 est choisie:

Les sorties sont soumises a la méthode de la goutte de soudure. Elles sont essayées a un
point situé & 5 £1 mm du corps du composant. Le fil doit étre mouillé par la soudure en
moins de 2,5 s.

Critére pour avoir un bon mouillage

Méthode

On utilise soit la méthode 1A avec un te

2.3 Résistance des CMS en boitier pla
de soudage

2.3.1 Objet

Ce paragraphe proposg

soudage des composa
destructif. @

2.3.3 Appareillage™d‘éssai et matériaux

a) Chambre d'humidité

La chambre d'humidité doit créer un milieu respectant la température et I'humidité relatives
définies au point c) de 2.3.4.

b) Appareillage de brasage par fusion

Les appareillages de brasage en phase vapeur et par fusion infrarouge doivent fournir des
profils de températures conformes aux conditions de chaleur de soudage définies aux
points d)1) et d)2) de 2.3.4.

Les réglages de l'appareillage de brasage par fusion doivent s'effectuer a l'aide des profils
de température de la surface du boitier pendant que le dispositif est soumis a la chaleur de
soudage, mesurée comme l'indique la figure 1.
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— When Method 2 is selected:

Terminals are subjected to the soldering-iron method, using the soldering-iron bit size A.
The distance of the soldering-iron application from the body of the component shall be as
specified in the relevant specification; the time or soldering-iron application shall be 3,5 +
0,5s.

— When Method 3 is selected:

Terminals are subjected to the solder globule method. The terminals are tested at a point
5+ 1 mm from the body of the component. The wire shall be wetted with solder within 2,5 s.

Criteria for good wetting

When observed under 10x magnification, the dipped surface shall be covered with a smooth
and bright solder coating, with no more than traces (approximatel of scattered
imperfections such as pin-holes or non-wetted areas. These impe hall not be
concentrated in one area.

2.2 Resistance to soldering heat

This test shall be in accordance with Test Tb, with the follow

Method

Methods 1A with an immersiontime of 10+ 1 s, @

2.3 Resistance of plastic encapsulates
soldering heat

2.3.1 Object

he resistance to soldering heat of plastic
s test is destructive.

pisture which has been absorbed during storage. These
method, SMDs are evaluated for heat resistance after
hich simulates moisture being absorbed while under storage

The humidity chamber shall provide an environment complying with the temperature and
relative humidity defined in item c) of 2.3.4.

b) Reflow soldering apparatus

Vapour phase soldering apparatus and infrared reflow soldering apparatus shall provide
temperature profiles complying with the conditions of soldering heat defined in items d)1)
and d)2) of 2.3.4.

The settings of the reflow soldering apparatus shall be adjusted by temperature profiling of
the surface of the package while it is undergoing the soldering heat process, measured as
indicated in figure 1.
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Adhésif

Puce \ r;/ Thermocouple
;I ; Résine %\'

Broche
S Support S

/ 7

CEl 1021193

NOTE - Il convient que I'adhésif ait une bonne conductivité thermiq

Figure 1 — Méthode de mesure du profil de température d'

c) Support

Sauf indication contraire dans la spécification applicabl iN porte quel
matériau de circuit tels que I'alumine, la fibre de verre ¥ ou du fil de fer.
Monter le spécimen sur le circuit selon les méthodes hahj _ la/position indiquée
a la figure 1.

d) Bain de soudure

Le bain de soudure doit étre confo
point c) de 2.3.4.

Utiliser du perfluorocarbone (de Il'isgbut

applicable, le flux doit comprendre (en
isopropylique, selon les spécifications de

I'annexe C de |JanCEK68-
g) Soudage
On doit utiliser yrhposition figure dans I'annexe B de la CEI 68-2-20.

2.3.4 Exécutip

2) Mesures électriques
On effectue les essais électriques selon les exigences de la spécification applicable.
b) Préconditionnement

Porter le spécimen a la température de 125 °C £+ 5 °C ou a la température maximale
spécifiée, si celle-ci est plus basse.

NOTE - Le préconditionnement peut dépasser 6 h si la température est plus basse.

¢) Immersion

Conformément a 2.3.6.1, l'immersion s'effectue & 85 °C + 2 °C, I'humidité relative et le
temps d'immersion étant sélectionnés dans le tableau 1.
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Adhesive agent

</—- Thermocouple
Lead frame
Resin

Holder

/ /

IEC 1021193

NOTE - The adhesive agent should have a good thermal conductiyi

figure 1.
d) Solder bath

weight of colophon
of IEC 68-2-20.

g) Solder
Solder of compos{

Visual
standard.

2) Electrical measurement
Electrical testing shall be performed as required by the relevant specification.
b) Preconditioning

The specimen shall be baked at 125 °C £ 5 °C or at its maximum rated temperature if this is
lower.

NOTE —The preconditioning may need to be longer than 6 h if the temperature is lower.

c) Moisture soaking

In accordance with 2.3.6.1, the moisture soaking shall be performed at 85 °C + 2 °C; relative
humidity and soaking time shall be selected from table 1.
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Tableau 1
Méthode Température Humidité relative Temps d'immersion
°C % h
A 85+ 2 305 168 + 24
B 85+ 2 65+5 168 + 24
c 85+ 2 85+5 24 £ 2

d) Chaleur de soudage

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, le spécimen doit étre soumis a la
chaleur de soudage dans les 24 h suivant la fin de I'immersion.

e sélectionnées
ble. Chaque

Les méthodes et les conditions relatives a la chaleur de soudage doiven

1) Méthode de chauffage par brasage en phase vapeur
i) Préparation
Monter le spécimen sur le support.
ii) Préchauffage

Augmenter la température du speci
spécimen atteint 215 °C + 5 °C, le

2)
i) Préparation
Monter le spéci

ii) Précha@e
Sauf spécifisation

3) Méthode de chauffage par bain de soudure
i) Immersion
Plonger les bornes du spécimen dans le flux a température ambiante.
ii) Nettoyage de la soudure

La surface de la soudure fondue doit étre éliminée a l'aide d'une spatule en acier
inoxydable ou en matériau équivalent.

iii) Immersion dans le bain de soudure (si applicable)

Sauf indication contraire dans la spécification applicable, immerger le spécimen & 10 mm
+ 5 mm de profondeur dans la soudure comme le montre la figure 2. La vitesse
d'immersion et de retrait du spécimen doit étre de 25 mm/s + 2,5 mm/s. Conformément
aux conditions réelles de soudage, la température et le temps d'immersion doivent étre
sélectionnés dans le tableau 2.
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Table 1
Method Temperature Relative humidity Soaking time
°C % h
A 85+ 2 30+5 168 + 24
B 85+ 2 65+5 168 + 24
C 85+2 855 24 + 2

d) Soldering heat

Unless otherwise specified in the relevant specification, the specimen sh
the soldering heat within 24 h of finishing the moisture soaking.

all be subjected to

The method and condition of soldering heat shall be selected from &
subclause according to the relevant specification.

d)3) of this

Each test, whichever method is chosen, shall consist of one cysle.
1) Method of heating by vapour phase soldering
i) Preparation
The specimen shall be mounted on the holder.
i) Preheating

2) Method of heating™

i) Preparati
The specirﬁ&; a

ii) Preheating

Unless othexwise 5p ied\the’specimen shall be preheated at a temperature of 150 °C
+10° [ > in the infrared reflow soldering apparatus.

iii)

Follo the temperature of the specimen shall be raised to 240 °C
maxim hen-fowered to room temperature (see 2.3.8.2).

Following preheatirig, the temperature of the specimen will follow the values as indicated in
the profile given in figure 9 of 2.3.8.2.

3) Method of heating by solder bath
i) Dipping into flux
The terminations of the specimen shall be dipped into the flux at room temperature.
ii) Solder cleaning

The surface of the molten solder shall be wiped off with a spatula made of stainless steel
or equivalent.

iii) Immersion in the solder bath (where applicable)

Unless otherwise specified in the relevant specification, the specimen shall be immersed
to a depth of 10 mm = 5 mm in the molten solder as shown in figure 2 The speed of
immersion and withdrawal shall be 25 mm/s £ 2,5 mm/s. In accordance with the actual
condition of soldering process, the temperature and the immersion time shall be selected
from table 2.
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iv) Retrait du flux résiduel

749 © CEI:1996

Aprés l'immersion du spécimen dans le bain de soudure, retirer le flux résiduel.

2.3.5 Renseig

Tableau 2
Méthode Température de la Temps d'immersion Remarques
soudure fondue
°C S
A 245 + 5 5+1 Vague simple
2605 5+1 Vague simple
C 2605 101 Vague double
Montage

Profondeur: 10 mm £ § mm

| e

Soudure

ethiode d(imm rsi@
e) Reprise

Si la reprise est spécifiée dans la \spécifieation_applicable, stocker le spécimen dans les
conditions atmosphériques ) pend la dué¥ indiquée dans la spécification.

f) Mesures finales

CEI 1022193

1) Inspection vis
Effectuer I@
2) Mesures ¢éle

Réaliser le

Paragraphe

point c) de 2.3.3

point f) de 2.3.3
points a) et f) de 2.3.4
point b) de 2.3.4

point c) de 2.3.4

point d) de 2.3.4

point d)3) de 2.3.4
point e) de 2.3.4

a) Mate

b) composition

c) criteres de défaillance

d) préconditionnement

e) immersion

f) méthode et conditions de la chaleur de soudage
g) profondeur et vitesse d'immersion et de retrait
h) conditions de la reprise

2.3.6 Description de I'immersion

2.3.6.1 Guide

On utilise les méthodes A et B du tableau du point c) de 2.3.4 pour les essais de qualification

des CMS et la méthode C pour les essais de réception des CMS.

Full document details: IEC 60749 1996
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iv) Removal of residual flux

After immersion into the solder bath, the residual flux shall be removed.

Table 2
Method Temperature of Immersion time Remarks
molten solder
°C S
A 245+ 5 5+1 Single wave
B 260 £ 5 5+1 Single wave
C 260+ 5 10+1 Double wave

Jig
Depth: 10 mm + 5 mm /

+

Solder

/

102293

e) Recovery

standard atmospheric ¢
f) Final measurem

1) Visual inspection
Visual ins

Subclause

item c¢) of 2.3.3

item f) of 2.3.3

items a) and f) of 2.3.4
item b) of 2.3.4

item c¢) of 2.3.4

item d) of 2.3.4

item d)3) of 2.3.4

item e) of 2.3.4

c) failure criteria

d) preconditioning

e) moisture soaking

f) method and condition of soldering heat

g) depth and speed of immersion and withdrawal
h) recovery conditions

2.3.6 Description of moisture soaking

2.3.6.1 Guidance for moisture soaking

Method A and Method B in the table given in item c¢) of 2.3.4 are intended to be used for the
purpose of qualification testing of SMDs, and Method C for acceptance testing of SMDs.
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La méthode A est prévue pour les dispositifs & encapsulation seche alors que la méthode B
concerne les CMS a encapsulation non séche, ayant été stockés dans les conditions
atmosphériques normales d'essai.

Si les craquelures du boitier sont dues a la chaleur de soudage a la suite des conditions
d'immersion de la méthode B, il est recommandé de mettre les dispositifs sous encapsulation
séche ou de les stocker dans un milieu sec.

Si les craquelures sont dues a la chaleur de soudage a la suite des conditions d'immersion de
la méthode A, il est recommandé de précuire les dispositifs avant de les souder sur circuit
imprimé.

2.3.6.2 Considérations a la base des conditions d'immersion

La présence d'humidité a l'intérieur des boftiers est due a la diffusion/d
résine On doit procéder a I'examen de la teneur en humidité de la r

soudage sont déte:min
La figure 7 représ

puce dans les conghi

interne du dispositif est séche et inversement.

— Si la teneur en humidité de la résine ne varie pas, selon le taux de résine contenu dans
le dispositif, la teneur en humidité du dispositif varie.
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Method A is intended to be used for dry packed devices, whereas Method B is intended for use
with non-dry packed SMDs which have been stored under standard atmospheric conditions for
testing.

Where package cracking is generated by soldering heat after the moisture soaking condition of
Method B, it is recommended that devices be dry packed or stored in a dry atmosphere.

If the cracking is generated by soldering heat after the moisture soaking condition of Method A,
it is recommended that devices be pre-baked before being soldered on to the PCBs.

2.3.6.2 Considerations on which the condition of moisture soaking is based

The presence of moisture in packages is caused by diffusion of water vgpeur into the resin.

figure 6 so that the contenr
moisture at room temg
determined by figure 6

CD) is often used to provide an indication of moisture
content in R0 Jeasurement of the MCD is, however, to be used carefully

vice versa.

— If the moisture content of resin is stable, according to the ratio of resin in the device, the
MCD varies.
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